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Weiterentwicklung des COM-HPC-Standards für leistungsstarke Embedded- und Edge-Computing-Systeme

congatec unterstützt Revision 2.3 des PICMG COM-HPC Carrier Design Guides
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Christian Eder, Vorsitzender der COM-HPC-Arbeitsgruppe und Leiter des Bereichs Market Intelligence bei congatec, begrüßt den neuen COM-HPC Carrier Design Guide

Deggendorf, Deutschland, 12. November 2026 * * * congatec – ein führender Anbieter von Embedded- und Edge-Computing-Technologie – unterstützt die neue Revision 2.3 des PICMG COM-HPC® Carrier Design Guides. Der aktualisierte Leitfaden umfasst 173 Seiten und bietet Elektronik- und Leiterplatten-Entwicklern eine praxisnahe Orientierung für das Entwickeln kundenspezifischer Carrierboards nach dem Computer-on-Module High-Performance Computing (COM-HPC)-Standard.

„Seit seiner Ratifizierung durch die PICMG im Jahr 2021 hat sich COM-HPC als Standard für leistungsstarke Embedded-Computing-Systeme etabliert. Er ermöglicht höchste Rechenleistungen und I/O-Bandbreiten auf kleinstem Raum und deckt damit ein breites Anwendungsspektrum ab, von kompakten Physical-AI-Applikationen bis hin zu Embedded-Servern und Workstations“, erklärt Christian Eder, Vorsitzender der COM-HPC-Arbeitsgruppe und Director Market Intelligence bei congatec. „Von Beginn an hat congatec maßgeblich die Entwicklung und Umsetzung des COM-HPC-Standards mitgestaltet und wird sich auch künftig aktiv für dessen Weiterentwicklung einsetzen.

Hierzu zählt ebenfalls unser Engagement für den PICMG COM-HPC Carrier Design Guide, Rev. 2.3. Der Leitfaden bietet OEMs umfassende technische Details bei der Entwicklung sicherer, anwendungsspezifischer Carrier- und Baseboards. So können Entwickler die Vorteile offener Standards voll ausschöpfen und ihre Designs flexibel an die jeweiligen Anforderungen anpassen“, ergänzt Eder.

Über den PICMG Carrier Design Guide, Rev. 2.3
Der COM-HPC Carrier Design Guide, Rev. 2.3 zeigt unter anderem, welche Anpassungen nötig sind, um die Designbeispiele für COM-HPC Client ebenfalls für COM-HPC Mini nutzen zu können. Ergänzend sollten Entwickler die COM-HPC-Basisspezifikation, die in Abschnitt 1.9 aufgeführten weiteren Industriestandards, die technischen Unterlagen der Halbleiter- und Komponentenhersteller sowie die Produktdokumentationen der COM-HPC-Modulanbieter heranziehen.

Der Design Guide steht auf der PICMG-Website kostenlos zum Download bereit: https://www.picmg.org/wp-content/uploads/PICMG_COMHPC_CDG_R2_3-1.pdf

###

Über PICMG
PICMG wurde 1994 gegründet und ist ein gemeinnütziges 501(c)-Konsortium aus Unternehmen und Organisationen, die gemeinsam offene Standards für leistungsstarke industrielle Anwendungen, Industrial IoT, Militär- und Luftfahrttechnik, Telekommunikation, Test- und Messtechnik, Medizintechnik sowie allgemeine Embedded-Computing-Anwendungen entwickeln. Mehr als 150 Mitgliedsunternehmen verfügen über Expertise in einer Vielzahl technischer Disziplinen, darunter mechanisches und thermisches Design, Single-Board-Computer-Design, High-Speed-Signaling-Design und -Analyse, Netzwerktechnologien, Backplane- und Gehäusedesign, Energiemanagement, Hochverfügbarkeitssoftware sowie umfassendes Systemmanagement. Zu den von PICMG entwickelten Standardfamilien zählen COM-HPC, COM Express, CompactPCI, AdvancedTCA, MicroTCA, AdvancedMC, CompactPCI Serial, InterEdge, ModBlox7, SHB Express, MicroSAM, und HPM (Hardware Platform Management). Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.picmg.org. Folgen Sie PICMG auf LinkedIn und X (formerly Twitter).

Über congatec
congatec ist ein weltweit führender Anbieter von high-performance Hardware- und Software-Building-Blocks für Embedded- und Edge-Computing-Lösungen auf Basis von Computer-on-Modules (COM). Die leistungsstarken Computermodule werden in einer Vielzahl von Systemanwendungen und Geräten in der industriellen Automatisierung, der Medizintechnik, der Robotik, der Telekommunikation und vielen anderen Branchen eingesetzt. congatecs applikationsfertige high-performance aReady.-Ecosystems vereinfachen und beschleunigen die Entwicklung von Lösungen vom COM bis zur Cloud. Dieser applikationsfertige Ansatz kombiniert COMs mit Services und kundenspezifisch konfigurierbaren Schlüsseltechnologien für Systemkonsolidierung, IoT, Security und Künstliche Intelligenz. Unterstützt vom Mehrheitsaktionär DBAG Fund VIII, einem deutschen Mittelstandsfonds mit Fokus auf wachsende Industrieunternehmen, verfügt congatec über die Finanzierungs- und M&A Erfahrung, um diese expandierenden Marktchancen zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.congatec.de, aready.com sowie auf LinkedIn und YouTube.


Leserkontakt:
congatec
Telefon: +49-991-2700-0
info@congatec.com 
www.congatec.com

Pressekontakt congatec:
congatec
Christof Wilde
Telefon: +49-991-2700-2822
christof.wilde@congatec.com
www.congatec.com



image1.png
Q

congatec




image2.svg
    


image3.jpeg




